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摘要(译)

一种用于超声波探头(106)的声学叠层(270)，包括具有顶侧和底侧的压电
层(272)以及形成匹配层结构(220)的多个匹配层段(222，224，226，
228，230)。匹配层段(222-230)中的每个包括包含第一材料的弹簧层
(234，236，238，240，242)以及包含与第一材料不同的第二材料的质
量层(244，246，248，250，252)。位于最接近压电层(272)的匹配层段
(222)中的弹簧层(234)比其它匹配层段(224-230)中的弹簧层(236-242)
薄。
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